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2026年 2 月，全球 PCB 相关投资项目数同比上升。 

国内投资，2月投资项目数量同比增长。如图 1 所示，

截至 2026年 2 月底，国内 PCB 企业投资（含在建）项目共

239项，2月份新增 12项 PCB 相关投资项目，其中 PCB 制

造 9项，其他类 3项；PCB 制造中新增签约 5项、投资 4

项。2月份新增投资金额（仅包含披露金额）约 188.2 亿元

人民币，重点项目包括广州市黄埔区合计 100亿元人民币

AI芯片高端集成电路载板项目和 AI算力高端印制电路板项

目；中山芯承 25.5 亿元人民币半导体封装基板项目；奥士

康拟投 18.2亿元人民币资元建设高端印制电路板项目；沪

电股份投资 33 亿元人民币新建高端印制电路板生产项目

等。其他类新增 3项投资项目，重点项目包括湖南省永州

陆港枢纽投资发展集团有限公司投资 40亿元人民币年产 50

00吨高端聚酰亚胺 PI薄膜项目。 



 

 
图 1 2026年 2月国内新增 PCB相关投资项目 

表 1  2026年 2月国内新增 PCB及相关投资项目 

分类 公司名称 项目名称 投资地 投资地 

投资规

模（亿

元人民

币） 类型 

PCB 奥士康 拟投资元建设高端印制电路板项目 广东 肇庆 18.2 投资 

PCB 万源通 
购置土地用于建设高密度互连印刷电路板

（HDI）项目 
江苏 东台 0.0875 投资 

PCB 超声电子 
增资用于高性能 HDI印制板扩产升级技术改造

项目建设 
广东 汕头 4 投资 

PCB 沪电股份 投资新建高端印制电路板生产项目 江苏 昆山 33 投资 

PCB 
永州陆港枢纽

投资发展集团 
年产 5000吨高端聚酰亚胺 PI薄膜项目 湖南 永州 40 签约 

PCB 
清远国家高新

区 
高多层高密度互连印刷电路板建设项目 广东 清远 4 签约 

PCB 
清远国家高新

区 

算力领域高效高导高多层电子电路产品研发及

产业化项目 
广东 清远 3.4 签约 
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PCB 兴森科技 AI服务器用高阶 HDI生产项目 江苏 宜兴  签约 

PCB 广州市黄埔区 
AI芯片高端集成电路载板项目和 AI 算力高端

印制电路板项目 
广州 黄埔 100 签约 

材料 建滔集团 年产 7500万米特种电子玻璃纤维布项目 广东 清远 6.8 签约 

材料 建滔集团 特种玻纤扩产增效技术改造项目 广东 清远 2.8 签约 

材料 中山芯承 半导体封装基板项目 浙江 宁波 25.5 签约 

 

国际投资，2月整体投资项目数量同比下降。如图 2所

示，2026年 2 月，国际投资新增 PCB 相关投资 5 项，相比

去年 2月份有所下降，分别来自日本、中国台湾、泰国等

地，披露投资金额 316.9亿元人民币。Ibiden将在今后 3 年

（2026年度~2028 年度）投资约 5000 亿日元（215.9 亿元

人民币），扩增高效能 IC基板；尖点拟建设钻针二厂；富

乔拟赴泰设厂；佰鼎科技投资约 17.7亿元人民币建设先进

封装 FCBGA载板智能制造基地等。 

 
图 2 2026年 2月国际新增 PCB相关投资项目 
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更多精彩内容请扫描下方二维码，关注 CPCA 服务号 
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